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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主としてアナログ信号を処理する第１の回路基板をシールドする第１のケース体と、
　前記第１のケース体を保持するとともに主としてデジタル信号を処理する第２の回路基
板を前記第１のケース体とともに収容してシールドする第２のケース体と、
　前記第１のケース体に設けられ、前記第１の回路基板と前記第２の回路基板との間で信
号の入出力に利用される少なくとも１つの第１の端子と、
　前記第２のケース体に設けられ、前記第２の回路基板と外部装置との間で信号の入出力
に利用される少なくとも１つの第２の端子と、
　前記第２のケース体に設けられ、外部基板に前記第２のケース体を固定または接地可能
とする突起部と、
を具備し、
　前記第１のケース体の前記少なくとも１つの第１の端子が設けられる面は、前記第２の
ケース体の前記少なくとも１つの第２の端子が設けられる面と互いに対向され、両面間に
、前記第１の回路基板を位置させた状態に配置される通信端末装置。
【請求項２】
　主としてアナログ信号を処理する第１の回路基板をシールドする第１のケース体と、
　前記第１のケース体を保持するとともに主としてデジタル信号を処理する第２の回路基
板を前記第１のケース体とともに収容してシールドする第２のケース体と、
　前記第１のケース体に設けられ、前記第１の回路基板と前記第２の回路基板との間で信
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号の入出力に利用される少なくとも１つの第１の端子と、
　前記第２のケース体に設けられ、前記第２の回路基板と外部装置との間で信号の入出力
に利用される少なくとも１つの第２の端子と、
　前記第２のケース体に設けられ、外部基板に前記第２のケース体を固定または接地可能
とする突起部と、
を具備し、
　前記第１のケース体は、前記第１の回路基板の面方向と直交する４面をシールド可能な
４面体と、この４面体により定義される少なくとも１面の開口面を有し、前記少なくとも
１つの第１の端子は、前記４面体の任意の１面に設けられ、前記第２のケース体の前記少
なくとも１つの第２の端子が設けられる面と前記第１のケース体の前記少なくとも１つの
第１の端子が設けられる面は、互いに対向されるとともに、両面間に、前記第１の回路基
板を位置させた状態に配置される通信端末装置。
【請求項３】
　主としてアナログ信号を処理する第１の回路基板をシールドする第１のケース体と、
　前記第１のケース体を保持するとともに主としてデジタル信号を処理する第２の回路基
板を前記第１のケース体とともに収容してシールドする第２のケース体と、
　前記第１のケース体に設けられ、前記第１の回路基板と前記第２の回路基板との間で信
号の入出力に利用される少なくとも１つの第１の端子と、
　前記第２のケース体に設けられ、前記第２の回路基板と外部装置との間で信号の入出力
に利用される少なくとも１つの第２の端子と、
　前記第２のケース体に設けられ、外部基板に前記第２のケース体を固定または接地可能
とする突起部と、
を具備し、
　前記第２のケース体は、前記第２の回路基板の面方向と直交する４面をシールド可能な
４面体と、この４面体により定義される少なくとも１面の開口面を有し、前記少なくとも
１つの第２の端子は、前記４面体の任意の１面に設けられ、前記第２のケース体の前記少
なくとも１つの第２の端子が設けられる面と前記第１のケース体の前記少なくとも１つの
第１の端子が設けられる面は、互いに対向されるとともに、両面間に、前記第１の回路基
板を位置させた状態に配置される通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【００１０】
【発明の属する技術分野】
【００１１】
　この発明は、信号を処理する回路基板および信号端子に外部から入力される不要信号お
よび回路基板により生じる不要輻射を低減可能通信端末装置およびその組み立て方法に関
する。
【従来の技術】
【００１２】
　ＲＦケーブル（同軸コネクタ）により外部から信号を受信し、または内部回路で処理さ
れた信号を外部へ送信するケーブルモデム装置において、小型化やユニット化（ケーブル
モデム装置を単体の装置とすることなく同時に利用される他の装置に組み込む）が要求さ
れている。
【００１３】
　ユニット化したケーブルモデム装置すなわちケーブルモデムユニットを他の装置に組み
込む場合、ケーブルモデムユニット（回路基板）で処理される受信信号や、回路基板内で
生成された信号に不要信号が重畳されること、および回路基板からの不要輻射が外部へ洩
れることは、十分に抑止されなければならない。
【００１４】
　このため、受信信号や、回路基板内で生成された信号に不要信号が重畳されること、お
よび回路基板からの不要輻射が外部へ洩れることを抑止するために回路基板をシールドケ
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ース内に収納することが、既に広く実施されている。
【００１５】
　なお、基板の周囲を、弾性を有する樹脂材でモールドした上下カバー（側面を含む）と
フロントパネルとリヤパネルとにより覆ったモデム筐体の組立構造が提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【００１６】
　また、同軸ケーブル取り付け部が一体に設けられた基板の４面をシールド板で覆って通
信品位を高めた送受信一体型高周波装置が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】
　　　　　特開平３－２２４２９５号公報（第１図、第３頁左下欄第１行ないし同欄第２
０行、請求項１）。
【特許文献２】
　　　　　特開２００２－１６５２４号公報（図１、図６、段落［００６１］～［００６
８］、請求項１１）。
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ところで、特許文献１または２、あるいは両者に記載された構成を例に、回路基板（ケ
ーブルモデムユニット）をシールドケースでシールドしたとしても、他の装置への組み込
みに適した形状あるいは他の装置との間の送受信に利用される端子群の配列および特別な
構造はあまり考慮されていない。
【００１８】
　また、シールドケースに収納された回路基板すなわちケーブルモデムユニットを他の装
置に組み込む場合、小型化の要求に従って空間的な余裕分が僅かであることに起因して、
例えばＲＦコネクタを取り付ける工程等において、組立効率が低下する問題がある。
【００１９】
　なお、例えば回路基板からの端子群がＲＦコネクタと異なる方向に延出されている場合
、ＲＦコネクタと回路基板とをシールドケースに収容した状態で、余裕分（隙間）の少な
い外装ケース内に収納しようとすると、端子（群）が折れたり変形する問題がある。
【００２０】
　この発明の目的は、作業ミスが生じにくく、高い組立作業性が得られ、しかも不要信号
の重畳および不要輻射の漏洩を低減可能で、通信品位の高い信号の送受信が可能な通信端
末装置およびその組み立て方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　この発明は、上述問題点に基づきなされたもので、主としてアナログ信号を処理する第
１の回路基板をシールドする第１のケース体と、前記第１のケース体を保持するとともに
主としてデジタル信号を処理する第２の回路基板を前記第１のケース体とともに収容して
シールドする第２のケース体と、前記第１のケース体に設けられ、前記第１の回路基板と
前記第２の回路基板との間で信号の入出力に利用される少なくとも１つの第１の端子と、
前記第２のケース体に設けられ、前記第２の回路基板と外部装置との間で信号の入出力に
利用される少なくとも１つの第２の端子と、前記第２のケース体に設けられ、外部基板に
前記第２のケース体を固定または接地可能とする突起部と、を具備し、
　前記第１のケース体の前記少なくとも１つの第１の端子が設けられる面は、前記第２の
ケース体の前記少なくとも１つの第２の端子が設けられる面と互いに対向され、両面間に
、前記第１の回路基板を位置させた状態に配置される通信端末装置、を提供するものであ
る。
【００２２】
　また、この発明は、主としてアナログ信号を処理する第１の回路基板をシールドする第
１のケース体と、前記第１のケース体を保持するとともに主としてデジタル信号を処理す
る第２の回路基板を前記第１のケース体とともに収容してシールドする第２のケース体と
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、前記第１のケース体に設けられ、前記第１の回路基板と前記第２の回路基板との間で信
号の入出力に利用される少なくとも１つの第１の端子と、前記第２のケース体に設けられ
、前記第２の回路基板と外部装置との間で信号の入出力に利用される少なくとも１つの第
２の端子と、前記第２のケース体に設けられ、外部基板に前記第２のケース体を固定また
は接地可能とする突起部と、を具備し、前記第１のケース体は、前記第１の回路基板の面
方向と直交する４面をシールド可能な４面体と、この４面体により定義される少なくとも
１面の開口面を有し、前記少なくとも１つの第１の端子は、前記４面体の任意の１面に設
けられ、前記第２のケース体の前記少なくとも１つの第２の端子が設けられる面と前記第
１のケース体の前記少なくとも１つの第１の端子が設けられる面は、互いに対向されると
ともに、両面間に、前記第１の回路基板を位置させた状態に配置される通信端末装置、を
提供するものである。
【００２３】
　さらに、この発明は、主としてアナログ信号を処理する第１の回路基板をシールドする
第１のケース体と、前記第１のケース体を保持するとともに主としてデジタル信号を処理
する第２の回路基板を前記第１のケース体とともに収容してシールドする第２のケース体
と、前記第１のケース体に設けられ、前記第１の回路基板と前記第２の回路基板との間で
信号の入出力に利用される少なくとも１つの第１の端子と、前記第２のケース体に設けら
れ、前記第２の回路基板と外部装置との間で信号の入出力に利用される少なくとも１つの
第２の端子と、前記第２のケース体に設けられ、外部基板に前記第２のケース体を固定ま
たは接地可能とする突起部と、を具備し、前記第２のケース体は、前記第２の回路基板の
面方向と直交する４面をシールド可能な４面体と、この４面体により定義される少なくと
も１面の開口面を有し、前記少なくとも１つの第２の端子は、前記４面体の任意の１面に
設けられ、前記第２のケース体の前記少なくとも１つの第２の端子が設けられる面と前記
第１のケース体の前記少なくとも１つの第１の端子が設けられる面は、互いに対向される
とともに、両面間に、前記第１の回路基板を位置させた状態に配置される通信端末装置、
を提供するものである。
【００２４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【００２５】
　図１に示されるように、例えばＣＡＴＶ網に接続され、予め契約された加入者に映像プ
ログラムや音楽プログラムまたは文字データを受信し、また加入者から入力される情報を
送信元に伝送可能なデータ通信用の通信端末装置が知られている。なお、センター局から
各端末（加入者）には、例えば９０～８６０ＭＨｚ程度の高周波の受信信号（下り信号）
で映像プログラムや文字データが配信される。また、各端末からセンター局には、例えば
５～６５ＭＨｚ程度の高周波の送信信号（上り信号）で情報が送信可能である。
【００２６】
　通信端末装置を実装したＣＡＴＶ端末装置（通信端末装置）１は、図１に一例を示すが
、例えば外装ケース２、主回路基板３、電源回路基板４、通信端末ユニット１０５、フロ
ントパネル６およびリヤパネル７等からなる。なお、フロントパネル６には、詳述しない
が、例えば受信チャンネルやセンター局からのメール等の着信の有無を表示する表示装置
、電源スイッチ、音声出力用のフォノジャックあるいは遠隔操作用リモート端末（リモコ
ン）からの制御信号を受信する受光部（窓）等が配置されている。また、リヤパネル７に
は、詳述しないが、例えばＣＲＴ（テレビモニタ）装置やディスプレイ装置に映像信号を
出力する映像出力端子群、テレビモニタ装置や音声増幅装置（オーディオアンプ）等に音
声信号を出力する音声端子群、電源回路基板４に商用電源を供給可能なＡＣライン、およ
び以下に説明するが、通信端末ユニット１０５の所定の位置に設けられているＲＦコネク
タ等が配置されている。
【００２７】
　通信端末ユニット１０５は、図２に、概略ブロックを示すが、例えばセンター局との間
の信号の送受信に利用されるＲＦ（同軸）ケーブルが接続されるＲＦコネクタ（同軸コネ
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クタ）５１、以下に説明するさまざまな回路および機能ブロックが配置される回路基板２
１、ＲＦコネクタ５１を介して入出力される高周波信号を処理するチューナ部２２、チュ
ーナ部２２を介して周波数変換された下り信号（アナログ信号）をデジタル信号に変換す
るＡ／Ｄコンバータ２３、Ａ／Ｄコンバータ２３を介してデジタル信号に変換された下り
信号を復調して、データ化する復調部２４、上り信号（デジタル信号）を生成するＭＡＣ
（Media Access Control）部２５、ＭＡＣ部２５により生成された上り信号をアナログ信
号に変換するＤ／Ａコンバータ２６、ＭＡＣ部２５に入力された下り信号を外部装置に出
力するためのイーサネット（希にエサーネットとも発音される，ethernet）規格等に準拠
したインタフェース２７、個々の回路および機能ブロックの動作を制御する主制御回路（
マイクロコンピュータ）２８およびメモリ２９等からなる。なお、ケーブルモデムユニッ
ト５は、主回路基板３の所定位置に、例えばリヤパネル７の所定位置からＲＦコネクタ５
１を外部に向けて突出させた状態に配置されている。
【００２８】
　ＲＦコネクタ５１は、回路基板２１の所定位置に、例えば半田により、あるいはカシメ
もしくは接触子の接触により、固定されている。また、ケーブルモデムユニット５を動作
させるための電源は、主回路基板３に設けられた電源回路基板４から供給される。
【００２９】
　図３は、図１に示した通信端末装置の主回路基板に配置される通信端末ユニットの機械
的要素の特徴の一例を説明する概略図である。
【００３０】
　図３に示されるように、通信端末ユニット１０５は、図２を用いて説明した個々の回路
および機能ブロックが設けられている回路基板２１の周囲４面を覆うとともに外部からの
電磁波すなわち不要信号および回路基板２１で発生する不要輻射をシールドする金属ケー
ス３１、４面体の金属ケース３１の一方の開口を覆うとともに同様に回路基板２１をシー
ルドする第１の平面部（第１のカバー）３２、および金属ケース３１の他の一方の開口を
覆うとともに同様に回路基板２１をシールドする第２の平面部（第２のカバー）３３によ
り形成された６面体または類似した形状の筐体（シールドケース）３４（と筐体３４内部
に位置される回路基板２１）からなる。
【００３１】
　このように、回路基板２１を金属等により形成され、略６面を覆うようなシールドケー
ス３４内に収納することで、通信端末ユニット１０５の内外を電磁波の不要輻射から遮蔽
することでき、かつ通信端末ユニット１０５が組み込まれる実装する外部装置もしくは回
路からのノイズである不要輻射の影響による通信機能の劣化を低減することができる。
【００３２】
　また、通信端末ユニット１０５からケーブルモデム装置が組み込まれる外部装置もしく
は回路へのノイズおよび不要信号としての不要輻射を低減する効果がある。これにより、
通信端末ユニット１０５単体の性能が向上される。
【００３３】
　回路基板２１の所定の位置には、図２を用いて説明した個々の回路およびブロックから
の信号および個々の回路およびブロックへの信号の入出力、インタフェイス２７経由した
デジタル信号の入出力、ならびに個々のブロックへ電源を供給するための電気的接続に利
用される端子３５が、所定の数だけ配列されている。なお、個々の端子３５は、例えば貫
通コンデンサ等を含み、外来ノイズあるいは不要な信号に対するフィルタ機能を有する。
すなわち、個々の端子３５から進入するノイズおよび不要信号を低減することができ、通
信端末ユニット１０５単体の性能が高められる。また、通信端末ユニット１０５が組み込
まれる外部装置あるいは回路に対し、通信端末ユニット１０５で発生されたノイズおよび
不要信号が漏洩することが低減され、外部装置もしくは回路への妨害が抑止できる。
【００３４】
　それぞれの端子３５は、４面体の金属ケース３１の所定の面を介して筐体３４の外部（
金属ケース３１の４面のうちの任意の一面）と接続可能に形成されている（実際の製造工
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程から見ると、予め筐体３４の所定位置に固定された端子３５が回路基板２１に設けられ
た詳述しない対応する孔に挿入され、例えば半田等により回路基板２１の所定のパターン
と接続される）。すなわち、端子３５の金属ケース３１へ固定される側と反対側の端部（
脚部）は、回路基板２１に予め設けられている貫通孔の軸線方向と同じ方向に向けられて
いる。
【００３５】
　筐体３４の所定の面すなわち４面体の金属ケース３１のうちの端子３５が固定される面
とは異なる面には、回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１を筐体３４の外部に
露出可能とする切り欠き３４Ａが形成されている。
【００３６】
　すなわち、４面体の金属ケース３１の任意の一面に、ＲＦコネクタ５１に対応される切
り欠き３４Ａを設けたことにより、回路基板２１の所定位置に予めＲＦコネクタ５１を固
定した状態で、ＲＦコネクタ５１の軸方向と直交する方向で、かつ端子３５の回路基板２
１の対応する孔に挿入される側の脚部が回路基板２１の貫通孔の軸線方向と平行となるよ
うに、金属ケース３１を回路基板２１に装着することが可能となる。
【００３７】
　このように、回路基板２１の周囲を覆う４面体の金属ケース３１の任意の一面であって
、回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１を避ける位置に切り欠き３４Ａを設け
ることにより、同軸ケーブル用のコネクタ５１を持つ回路基板２１に端子３５を持つ金属
ケース３１を装着する際に、回路基板２１を傾斜することなく、金属ケース３１の開口面
（第１および第２のカバー３２，３３が装着される面）を水平に保ったまま、金属ケース
３１を、その開口面に対して垂直に挿入することが可能となる。
【００３８】
　この構成により、回路基板２１の所定の位置に挿入される端子３５を基板２１の対応す
る貫通孔に確実に挿入可能で、しかも回路基板２１に端子３５の軸線の方向と異なる方向
に軸線が向けられて固定されているＲＦコネクタ５１とケース３１とが不所望に接したり
、端子３５の任意のまたは複数のもしくは全てが対応する貫通孔に挿入されずにその一部
が折れ曲がることが抑止される。
【００３９】
　従って、ＲＦコネクタ５１または端子３５のいずれかまたは両者に不所望な傷が生じた
り端子３５が折れ曲がることが防止されるとともに、ＲＦコネクタ５１が固定されている
回路基板２１に複数の端子３５が予め取り付けられている金属ケース３１を装着する工程
の作業性が改善され、その工程に要求される作業時間が低減される。
【００４０】
　このことは、通信端末ユニット１０５を含む通信端末装置１の組立コストを低減可能で
、最終製品のコストダウンにつながる。
【００４１】
　また、例えば通信端末ユニット１０５（すなわちシールドケース３４の任意の部分）に
、詳述しないが、通信端末ユニット１０５を他の基板、例えば図示しないホスト基板（マ
ザーボード）に固定可能とするための脚部または突起部（脚または端子）１１１を設ける
ことで、通信端末ユニット１０５を、ホスト基板に、容易に実装（固定）することができ
る。すなわち、脚部または突起部（脚または端子）１１１をシールドケース３４と一体に
形成したことにより、半田づけ、または簡易なコネクタ等を用いることで、安価に、シー
ルドケース３４をホスト基板に、容易に実装可能となる。例えば、図示しないがホスト基
板側のグランド（接地）パターン部に脚部または突起部１１１が挿入される構造であれば
、通信端末ユニット１０５すなわちシールドケース３４の脚部または突起部１１１を、例
えば半田づけ等により固定できる。また、シールドケース３４の脚部または突起部１１１
を受け入れるホスト基板側の構造が、例えばコネクタタイプ等に代表される装着／離脱可
能型であれば、動作確認や修理（交換）時に、簡単に交換できる。
【００４２】
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　なお、４面体の金属ケース３１の第２の開口面を覆う第２のカバー３３の所定の位置す
なわち回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１に第２のカバー３３が近接する部
分を金属ケース３１の側に突出させて突出部３３Ａを設けて、ＲＦコネクタ５１の近傍に
位置させることで、筐体３４に切り欠き３４Ａを設けることにより金属ケース３１に形成
される開口面積（切り欠き３４Ａ）の大きさが削減される。また、切り欠き部３４Ａを覆
う突出部（遮蔽部）３３Ａは、第２のカバー３３と一体である必要はなく、別ピースによ
ることも可能である。
【００４３】
　また、図３に示した筐体すなわちシールドケース３４では、４面体である金属ケース３
１は、開口面が２面であるが、シールドケース３４と第１のカバー３２を一体として、開
口面を１面とすることもできる。
【００４４】
　なお、図３は、通信端末ユニットの回路基板に組み付けられるチューナ部を、独立のシ
ールドケース内に収容した例を示している。
【００４５】
　詳細には、通信端末ユニット１０５は、図２を用いて前に説明した個々の回路および機
能ブロックが設けられている回路基板２１に組み付けられるチューナ部２２に対応される
チューナ部基板１５０（図３に概略的に示されている）の少なくとも周囲４面を覆うとと
もに外部からの電磁波をシールドする金属ケース１５１および４面体の金属ケース１５１
の一方の開口を覆うとともに外部からの電磁波をシールドするチューナ部カバー（チュー
ナ部平面部）１５２からなる少なくとも５面の金属板からなる筐体すなわちチューナ部シ
ールドケース１５４と、チューナ部シールドケース１５４の外側を覆うシールドケース３
４からなる。
【００４６】
　このように、チューナ回路基板１５０をチューナ部シールドケース１５４に収納するこ
とで、回路基板２１に実装されているマイコン（主制御回路２８）およびメモリ２９等か
らのチューナ部２２への不要輻射によるノイズ等の飛び込みを低減できる。
【００４７】
　また、回路基板２１をシールドケース３４内に収納したので、通信端末ユニット１０５
の外側からみると２重シールド構造となる。すなわち、通信端末ユニット１０５のチュー
ナ部２２への外部からの不要輻射によるノイズの飛び込みをより低減することができる。
その結果、高品位な受信が可能となる。
【００４８】
　チューナ部シールドケース１５４の４面体の金属ケース１５１の任意の一面には、回路
基板２１のチューナ部２２すなわちチューナ部基板１５０からの信号の出力およびチュー
ナ部基板１５０（チューナ部２２）への信号の入力に利用される端子１５５が、所定の数
だけ配列されている。なお、個々の端子１５５は、４面体の金属ケース１５１の所定の面
に固定された状態で、回路基板２１の所定位置に形成されている詳述しない貫通孔に挿入
され、例えば半田等により回路基板２１の所定のパターンと接続される。
【００４９】
　個々の端子１５５は、例えば貫通コンデンサ等のノイズおよび不要信号を低減するフィ
ルタ機能を備えた端子である。従って、端子１５５を介して入出力される信号に不所望な
ノイズおよび不要信号が重畳されることが低減され、チューナ部２２の送受信性能が高め
られる。
【００５０】
　また、個々の端子１５５は、好ましくはシールドケース３４の端子３５が配列される面
と反対の側に配列される。すなわち、チューナ部シールドケース１５４に固定されている
端子１５５の金属ケース１５１へ固定される側と反対側の端部（脚部）は、回路基板２１
に予め設けられている貫通孔の軸線方向と同じ方向に向けられている。
【００５１】
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　すなわち、チューナ部２２内で扱われる信号および端子１５５を介して入出力される信
号は、微弱なアナログ信号であることが多いため、ノイズが重畳されると通信品質が損な
われることが非常に多く、また、外側のシールドケース３４に設けられた端子３５を介し
て入出力される高速のデジタル信号による不要輻射やその信号に重畳しているノイズおよ
び不要輻射の影響により、センター局との間の通信品位が劣化する可能性がある。
【００５２】
　このため、上述した通り、外側のシールドケース３４に位置される端子３５とチューナ
部シールドケース１５４に位置される端子１５５とを上述および図４により具体例を示す
ように、シールドケース３４およびチューナ部シールドケース１５４を、上下のカバーが
延びる面と直交する方向から見た状態（４面体の任意の平行な２面で切断した状態）で、
互いに反対の側に位置される。
【００５３】
　換言すると、シールドケース３４の端子３５と、チューナ部シールドケース１５４のチ
ューナ部２２（チューナ回路基板１５０）の端子１５５とは、回路基板２１上で、ほぼ対
向する辺に沿って配置されている。すなわち、回路基板２１側で信号の入出力に利用され
る端子３５とチューナ部２２側で信号の入出力に利用される端子群１５５とを、回路基板
２１上で遠ざけることで、不要輻射の影響を最小限に抑えることができる。これにより、
チューナ部２２は、センター局との間で、高品位な送受信が可能となる。
【００５４】
　なお、図３および図４に示したシールドケース３４およびチューナ部シールドケース１
５４を有する通信端末ユニット１０５は、例えば信号の入出力に利用される第１の端子ま
たは端子群１５５と接続可能な詳述しない接続部が直線状に設けられ、主としてアナログ
信号を処理する回路基板２２（チューナ部回路基板１５０）に、第１の端子または端子群
１５５が所定の面に設けられた第１のシールドケース１５４を配置し、信号の入出力に利
用される第２の端子または端子群３５と接続可能な詳述しない接続部が第１の端子または
端子群１５５と概ね平行かつ少なくとも回路基板２２を第１の端子または端子群１５５と
の間に介在可能に、直線状に設けられ、主としてデジタル信号を処理する回路基板２１に
、シールドケース１５４によりシールドされた回路基板２２（チューナ部）を配置し、回
路基板２１に、第２の端子または端子群３５が所定の面に設けられた第２のシールドケー
ス３５を配置することにより、特別な組立工程を必要とすることなく、容易に組み立てる
ことができる。
【００５５】
　シールドケース３４の所定の面すなわち４面体の金属ケース３１のうちの端子３５が固
定される面とは異なる面には、回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１をシール
ドケース３４の外部に露出可能とする切り欠き３４Ａが形成されている。
【００５６】
　従って、図３に示す例では、回路基板２１の所定位置に配置されたチューナ部２２を覆
うチューナ部シールドケース１５４の外側を、チューナ部シールドケース１５４の所定の
位置から突出されたＲＦコネクタ５１がチューナ部２２に固定された状態で、ＲＦコネク
タ５１の軸方向と直交する方向であって、チューナ部の端子１５５とシールドケース３４
の外部との信号の入出力に利用される端子３５のそれぞれが回路基板２１の対応する孔に
挿入される側の脚部が回路基板２１の貫通孔の軸線方向と平行となるように、シールドケ
ース３４の金属ケース３１を回路基板２１に装着することができる。
【００５７】
　すなわち、回路基板２１の所定の位置に挿入される端子３５と端子１５５（チューナ部
２２）を、回路基板２１の対応する貫通孔に確実に挿入可能で、しかも回路基板２１に端
子３５および端子１５５の軸線の方向と異なる方向に軸線が向けられて固定されているＲ
Ｆコネクタ５１と金属ケース３１および金属ケース１５１とが不所望に接したり、端子３
５および端子１５５の任意のまたは複数のもしくは全てが回路基板２１に予め設けられて
いる対応する貫通孔に挿入されずにその一部が折れ曲がることが抑止される。
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【００５８】
　従って、ＲＦコネクタ５１または端子３５および端子１５５のいずれかまたはそれぞれ
に不所望な傷が生じたり、端子３５または端子１５５が折れ曲がることが防止されるとと
もに、ＲＦコネクタ５１が固定されている回路基板２１に複数の端子３５および端子１５
５が予め取り付けられている金属ケース３１および金属ケース１５１を装着する工程の作
業性が改善され、その工程に要求される作業時間が低減される。
【００５９】
　このことは、通信端末ユニット１０５を含む通信端末装置１の組立コストを低減可能で
、最終製品のコストダウンにつながる。
【００６０】
　また、４面体の金属ケース３１の第２の開口面を覆う第２のカバー３３の所定の位置す
なわち回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１に第２のカバー３３が近接する部
分を金属ケース３１の側に突出させて突出部（遮蔽部）３３Ａを設けて、ＲＦコネクタ５
１の近傍に位置させることで、筐体３４に切り欠き３４Ａを設けることにより金属ケース
３１に形成される開口面積（切り欠き３４Ａ）の大きさが削減される。なお、切り欠き部
３４Ａを覆う突出部３３Ａは、第２のカバー３３と一体である必要はなく、別ピースによ
ることも可能である。
【００６１】
　これにより、切り欠き３４Ａによる開口からの外来の不要輻射が入力され、あるいは内
部回路からの不要輻射がケーブルモデムユニット１０５の外部へ出力されることが低減さ
れる。従って、高品位な信号の送受信が可能となる。
【００６２】
　また、例えば通信端末ユニット１０５（すなわちシールドケース３４の任意の部分）に
、詳述しないが、通信端末ユニット１０５を他の基板、例えば図示しないホスト基板（マ
ザーボード）に固定可能とするための脚部または突起部（脚または端子）１１１を設ける
ことで、通信端末ユニット１０５を、ホスト基板に、容易に実装（固定）することができ
る。すなわち、脚部または突起部（脚または端子）１１１をシールドケース３４と一体に
形成したことにより、半田づけ、または簡易なコネクタ等を用いることで、安価に、シー
ルドケース３４をホスト基板に、容易に実装可能となる。例えば、図示しないがホスト基
板側のグランド（接地）パターン部に脚部または突起部１１１が挿入される構造であれば
、通信端末ユニット１０５すなわちシールドケース３４の脚部または突起部１１１を、例
えば半田づけ等により固定できる。また、シールドケース３４の脚部または突起部１１１
を受け入れるホスト基板側の構造が、例えばコネクタタイプ等に代表される装着／離脱可
能型であれば、動作確認や修理（交換）時に、簡単に交換できる。
【００６３】
　なお、脚部または突起部１１１は、シールドケース３４とシールドケース３４内に位置
される第２のシールドケース（チューナ部シールドケース１５４）との間の絶縁あるいは
アイソレーションの確保のために有益である。すなわち、脚部または突起部１１１により
、シールドケース３４とチューナ部シールドケース１５４内に位置されるチューナ部２２
（チューナ回路基板１５０）の接地側と外部基板の接地側の電圧が異なるような場合であ
っても外側のシールドケース３４を接地（グランド）できるので、外部基板からチューナ
回路基板１５０に回り込むノイズおよび不要信号が低減され、通信品質の高いケーブルモ
デム装置が得られる。
【００６４】
　なお、図３及び図４を用いて説明した実施の形態は、ＲＦコネクタに限らず、シールド
ケースの外側に突出する部品を持つ場合に関して有効である。
【００６５】
　また、図１ないし図４においては、ＣＡＴＶ端末装置に組み込まれる通信端末ユニット
のシールドケースを例に説明したが、例えば図５を用いて以下に説明するように、端末装
置がゲーム機等であっても適用できる。
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【００６６】
　例えば図５に示すようなゲーム機５０１においては、外装ケース５０２、主回路基板５
０３、電源回路基板５０４、通信端末ユニット５０５、フロントパネル５０６およびリヤ
パネル５０７等からなる。なお、フロントパネル５０６には、詳述しないが、コントロー
ラ（入力装置）５１１が接続可能である。
【００６７】
　図５に示したゲーム機５０１はまた、例えばセンター局からダウンロード可能なゲーム
ソフトやバージョンアップデータまたはハイスコアデータ等を記憶可能なハードディスク
ドライブ装置（ＨＤＤ）や、対戦型ゲームにおいてセンター局にエントリされている任意
の対戦相手との通信を確保／切断可能な通信ユニット等が設けられている。なお、ゲーム
ソフトの主要な部分が、例えばＤＶＤ規格のディスク媒体や特定の規格の記憶媒体（カー
トリッジあるいはカード）を介して供給される場合に備えて、ディスクドライブ装置やカ
ード（カートリッジ）スロットが一体に組み込まれていてもよい。
【００６８】
　なお、詳細な説明を省略するが、主回路基板５０３の所定の位置には、図３および図４
を用いて前に説明したと同様に、例えばＲＦコネクタ５５１が回路基板５２１に取り付け
られた通信端末ユニット５０５が固定されている。
【００６９】
　また、通信端末ユニット５０５は、シールドケース５３４および上カバー５３２および
下カバー５３３により、シールドされているので、外来の不要輻射が回路基板５２１に入
力され、または回路基板５２１からの不要輻射が通信端末ユニット５０５の外部へ出力さ
れることが低減される。
【００７０】
　従って、本発明の実施の形態である通信端末ユニット（シールド機構）を用いることに
より、高品位な信号の送受信が可能となる。
【００７１】
　なお、この発明は、上記各実施の形態に限定されるものではなく、その実施の段階では
その要旨を逸脱しない範囲で種々な変形・変更が可能である。また、各実施の形態は、可
能な限り適宜組み合わせて実施されてもよく、その場合、組み合わせによる効果が得られ
る。
【発明の効果】
【００７２】
　以上説明したようにこの発明によれば、同軸ケーブルと接続が可能なコネクタが設けら
れた回路基板の周囲を６面体もしくは類似した形状のシールドケースによりシールドし、
シールドケースに収容される回路基板との間で信号の入出力に用いられる端子をノイズフ
ィルタタイプとしてシールドケースに固定したことにより、高品位な信号の送受信が可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】　この発明の実施の形態である通信端末ユニットを含む通信端末装置を実装した
ＣＡＴＶ端末装置（通信端末装置）の一例を説明する概略図。
【図２】　図１に示した通信端末ユニットの構成の一例を示す概略ブロック図。
【図３】　図１に示した通信端末ユニットの主回路基板に配置される機械的要素の特徴の
一例を説明する概略図。
【図４】　図３に示した通信端末ユニットにおいて、シールドケース内に収容される回路
基板との間の信号の入出力に利用される端子の配列例を説明する概略図。
【図５】　図１に示した通信端末装置とは異なる通信端末装置の構成の一例を示す概略ブ
ロック図。
【符号の説明】
【００７４】
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　１…通信端末ユニットを含む通信端末装置を実装したＣＡＴＶ端末（通信端末装置）、
３…主回路基板、４…電源回路基板、１０５，５０５…通信端末ユニット、２１…回路基
板（第２の回路基板）、２２…チューナ部、３１，１５１…金属ケース（４面体）、３２
…第１のカバー、３３…第２のカバー、３３Ａ…突起部（遮蔽部・第２のカバー）、３４
…シールドケース（６面体の筐体）、３４Ａ…切り欠き（シールドケース）、３５，１５
５…端子、５１…ＲＦコネクタ、１１１…脚部または突起部、１５０・・・チューナ回路
基板（第１の回路基板、１５２…チューナ部カバー、１５４…チューナ部シールドケース
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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